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(S) Substrat de montage de composants electriques. 

(57) ^invention concerne les structures de montage de 
composants electriques. 

Un substrat supporte une unite centrale (16) et un circuit 
d'attaque de dispositif de visualisation (17). Un premier fil 
de connexion (48) allant de Tunite centrale (16) vers le cir- 
cuit d'attaque (17), et un second fil de connexion (49) allant 
du circuit d'attaque (17) vers Tunite centrale (16), sont for- 
mes sur le substrat. L'unite centrale (16) et le circuit d'atta- 
que (17) sont connectes aux premier et second fils de 
connexion (48, 49) au moyen d'un element (47) assurant 
un enrobage hermetique. La parti e d'extremite du premier 
fil de connexion (48) est connectee a celle du second fil de 
connexion (49) par une matiere de brasage (44). 

Application aux cartes a circuits integres. 
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La presente invention concerne un substrat 
pour le montage de composants electriques sur lequel 
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circuits' a haut niveau d ' integration ( ou LSI), et qui 
est utilise par exemple pour des cartes a circuits 
integres . 

De fagon generale, chaque carte a circuits 
integres comporte un substrat sur lequel sont montes 
un certain nombre de circuits integres a haut niveau 
d' integration, ou circuits LSI (composants electri- 
ques ) . 

Lorsqu'on utilise des circuits LSI devant 
etre connectes les uns aux autres , on les soumet a un 
controle de qualite avant de les incorporer dans une 
carte a circuits integres • 

On utilise les deux procedes suivants pour 
le controle de qualite : 

Comme le montre la figure 10, dans un pre- 
mier procede, on controle des circuits LSI 101 dans un 
etat dans lequel ils sont montes sur des substrats 
respectifs 102, et ils sont ensuite connectes ensemble 
en connectant ensemble les substrats 102. 

Dans un second procede, des circuits LSI 
sont montes sur un substrat (non represents ), et ils 
sont ensuite controles dans un etat dans lequel ils 
sont connectes ensemble. 

Cependant , le premier procede est desavantageux du 
fait que les substrats 102 doivent etre alignes avec 
une grande precision dans la mesure ou ils sont con- 
nectes apres 1 1 accomplissement du controle de qualite 
des circuits LSI, et egalement du fait que la struc- 
ture comportant deux substrats connectes peut facile- 
ment se rompre lorsqu'elle est courbee ou lorsqu'elle 
est exposee a un changement de temperature abrupt. 

D' autre part, lorsqu'on controle les cir- 
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cuits LSI dans la condition dans laquelle ils sont 
connectes ensemble, les problemes suivants apparais- 
sent : 

Meme si un defaut est detecte, il est impos- 
sible de determiner celui des circuits LSI qui est 
defectueux. 

En outre, lorsque des circuits LSI sont con- 
nectes, l T un des circuits LSI attaque 1' autre. Pour 
effectuer un controle dans cet etat, il est necessaire 
de disposer d'une ligne de signal pour designer un 
mode de test, ce qui signifie qu'il est necessaire de 
prevoir un fil supplementaire qui n f est pas utilise 
apres 1' achievement de la fabrication d'une puce. 

De plus, des programmes sont necessaires 
pour controler l'un des circuits LSI au moyen de 1' au- 
tre , et pour presenter en sortie un resultat de con- 
trole. De plus, du fait que l f un des circuits LSI con- 
trole 1 1 autre , le temps necessaire pour effectuer le 
controle est inevitablement long. 

Le but de l f invention est de procurer un 
substrat prevu pour le montage de composants electri- 
ques qui puisse etre realise sans un alignement pre- 
cis, et qui permette de controler independamment cha- • 
cun des composants electriques qui sont montes sur le 
substrat. 

Pour atteindre ce but, I 1 invent ion procure 
un substrat destine a supporter des premier et second 
composants electriques , avec un intervalle interpose 
entre eux; un premier materiau conducteur, forme sur 
le substrat, qui s'etend du premier composant electri- 
que vers le second composant electrique; un second 
materiau conducteur, forme sur le substrat, qui 
s'etend du second composant electrique vers le premier 
composant electrique, et qui comporte une partie 
d f extremite qui est legerement separee du premier 
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materiau conducteur; des premiers moyens de connexion 
qui connectent le premier composant electrique au 



second composant electrique au second materiau conduc- 
teur; et des seconds moyens de connexion qui connec- 
tent ensemble des parties d'extremite des premier et 
second materiaux conducteurs. 

Selon un autre aspect, 1 ? invention procure 
un substrat prevu pour le montage automat ique de com- 
posants presentes en bande, ou substrat TAB pour "Tape 
Automated Bonding", supportant des premier et second 
composants electriques, avec un intervalle intercale 
entre eux, les premier et second composants electri- 
ques comportant des electrodes; un premier circuit 
15 forme par un materiau conducteur et imprime sur le 

substrat TAB, le premier circuit s'etendant du premier 
composant electrique vers le second composant electri- 
que; un second circuit forme par un materiau conduc- 
teur et imprime sur le substrat TAB, le second circuit 
20 imprime s'etendant du second composant electrique vers 
le premier composant electrique, et ayant une partie 
d'extremite legerement espacee par rapport au premier 
circuit; des premiers moyens de connexion qui connec- 
tent le premier composant electrique au premier cir- 
25 cuit, et qui connectent le second composant electrique 
au second circuit; et des seconds moyens de connexion 
qui connectent ensemble les parties d'extremite des 
premier et second circuits imprimes. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
30 1« invention seront mieux compris a la lecture de la 

description qui va suivre de modes de realisation pre- 
feres, donnes a titre d'exemples non limitatifs. La 
suite de la description se refere aux dessins annexes 
dans lesquels : 

35 La figure 1 est une vue en plan montrant une 
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unite centrale (UC) et un circuit d'attaque de diodes 
electroluminescentes ( ou DEL) montes sur un substrat 
imprime conforme au mode de realisation de 1' invention; 

La figure 2 est une vue en plan montrant une 
5 carte a circuits integres dans laquelle le substrat 
imprime est incorpore; 

La figure 3 est une representation eclatee 
montrant la structure interne de la carte a circuits 
integres ; 

10 La figure 4 est une vue en plan montrant la 

structure interne d'une carte a circuits integres, 
observee par le cote de sa face avant; 

La figure 5 est une coupe montrant une unite 
centrale et un circuit d'attaque de diodes electrolu- 
15 minescentes, qui sont mutuellement connectes et sont 
montes sur le substrat imprime; 

La figure 6 est une vue en plan montrant la 
connexion entre 11 unite centrale et le circuit d'atta- 
que de diodes electroluminescentes qui sont represen- 
20 tes sur la figure 5; 

La figure 7 est une vue en plan agrandie 
montrant une jonction de f ils ; 

La figure 8 est une vue en plan agrandie 
montrant une premiere jonction de fils; 
25 La figure 9 est une vue en plan agrandie 

montrant une seconde jonction de fils; et 

La figure 10 est une coupe montrant un dis- 
positif a cartes de circuit imprime de type classique. 

On va maintenant expliquer en detail la car- 
30 te h, circuits integres de 1' invention, en se referant 
aux figures 1-9 qui montrent un mode de realisation de 
celle-ci. 

La figure 2 montre la carte a circuits inte- 
gres • Cette carte a circuits integres est realisee 
35 comme le montre la figure 3. Plus precisement, sur la 
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figure 2, la reference 1 designe une plaquette avant 
qui comporte une piste magnetique 2, une fenetre de 
visualisation 3, un uidvier 4 et des ouvertures b, a 
travers lesquelles font saillie des contacts 21 qu'on 
envisagera ci-apres . 

Une .information personnelle ou profession- 
nelle est enregistree dans la piste 2. La fenetre de 
visualisation 3 affiche par exemple un solde, une 
limite de temps ou des donnees prof essionnelles pas- 
sees, lorsqu'on actionne le clavier 4. 

Comme le montre la figure 3, une entretoise 
6 est placee sous la plaquette avant 1, et elle com- 
porte une ouverture 7 alignee avec la fenetre de 
visualisation 3, ainsi qu'un ensemble d f ouvertures 8 
dans lesquelles s T adaptent des touches du clavier 4, 
et une ouverture 9 qui est alignee avec 1» ouverture 5 
de la plaquette avant 1. 

Des interrupteurs a membrane 10 sont places 
sous 1' entretoise 6, et ils peuvent etre ouverts et 
fermes par le clavier 4 . 

Un subs t rat de circuit imprime flexible 11 
est place sous les interrupteurs 10, et il est connec- 
ts a un substrat imprime principal ( substrat de type 
TAB) 12, ainsi qu'a une pile 13. Les interrupteurs a 
membrane 10 et un dispositif de visualisation a cris- 
taux liquides 23 sont connectes au substrat imprime 
principal 12. Le dispositif de visualisation 23 est 
aligne avec la fenetre de visualisation 3 de la pla- 
quette avant 1 . 

Une barriere en plastique 14 est placee sous 
le substrat de circuit imprime, et elle forme une par- 
tie peripherique exterieure de la carte a circuits 
integres . 

Une plaquette arriere 15 est placee sous la 
barriere en plastique 14. 
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Comme on le voit sur la figure 4 (la figure 
4 montre le substrat TAB 12 vu par le cote de la pla- 
que tte arriere), une unite centrale 16 qui constitue 
le premier composant electronique d'une carte a cir- 
5 cuits integres ayant diverses fonctions d'horloge, de 
traitement , etc., et un circuit d'attaque 17 du dis- 
positif de visualisation a cristaux liquides 23 , cons- 
tituant le second composant electronique, sont montes 
sur le substrat 12, par une connexion automatisee pour 

10 composants present es en bande (qu f on appelle ci-apres 
connexion "TAB" ) . 

Le substrat de circuit imprime 11 comporte 
en outre un reseau de condensateurs 18, un oscillateur 
a quartz (composant electronique 19, un condensateur de 

15 type plaquette, 20, des contacts 21 et un element 
antistatique 22. 

Les contacts 21 font saillie a partir de la 
plaquette avant 1, a travers I'ouverture 9 de l'entre- 
toise 6 et les ouvertures 5 de la plaquette 1. Les 

20 contacts 21 sont connectes a des bornes internes d f un 
dispositif exterieur ( non represents ) , lorsque la car- 
te a circuits integres est inseree dans ce dernier. 

Le substrat imprime principal 12 consiste en 
un support de couches 41, se presentant sous la forme 

25 d'une carte flexible ou d'une carte rigide, et il por- 
te un circuit imprime 32 consistant en une couche de 
cuivre conductrice imprimee sur le support , comme le 
montre la figure 5. L* unite centrale 16 et le circuit 
d'attaque de dispositif de visualisation a cristaux 

30 liquides 17 sont connectes au circuit 32 par l'inter- 
mediaire de conducteurs 3 3 qui sont formes par gravure 
et depot de Sn ou Au f et cette connexion est realisee 
par une technique de connexion de conducteurs inte- 
rieurs ( ou ILB pour "Inner Lead Bonding"). 

35 Comme le montrent les figures 5 et 6 , une 
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couche de cuivre est deposee sur le support de couches 
41, et elle est ensuite gravee , pour former ainsi d'un 

con 1 fonanf nr-nm ^ +- ^ ^ ^ ^ ^ ^3 .c ~ t _ j_ • . ~ 

C — '—••»— w*. w v» uv-vviiu. J_J__Ui3 UC UUliiICA XUIl «± O 

et 49 et des conducteurs 33. Chaque paire des premier 
5 et second fils de connexion 4 8 et 49 , qui sont mutuel- 
lement alignes, ont leurs parties d'extremite legere- 
ment separees l f une de 1' autre. L f unite centrale 12 et 
le circuit d'attaque de dispositif de visualisation a 
cristaux liquide 17 sont connectes par la connexion 
10 ILB sur le support de couches 41 ayant la structure 

decrite ci-dessus. Ainsi, des electrodes (protuberan- 
ces) 25 et 26 de l'unite centrale, 16 et du circuit 
d'attaque de dispositif de visualisation a cristaux 
liquides 17 sont soudees par thermocompression a une 
15 temperature de 500 °C, aux conducteurs 33, et elles 
sont ensuite enrobees par un element d'enrobage 4 7 
assurant 1'hermeticite. Ensuite, l'unite centrale 16 
et le circuit d'attaque de dispositif de visualisation 
a cristaux liquides 17 sont controles individuellement . 
20 Si on determine qu'ils fonctionnent correctement , on 

fixe I'une a 1' autre les parties d'extremite de chaque 
paire des premier et second fils de connexion 48 et 
49, a I'aide d'une matiere de brasage 44 (seconds 
moyens de connexion). Le support de couches 41 est 
25 ensuite coupe selon la ligne de coupure 42, pour for- 
mer ainsi le substrat 12. 

Comrne decrit ci-dessus, du fait que l f unite 
centrale 16 et le circuit d'attaque de dispositif de 
visualisation a cristaux liquides 17 sont soumis a un 
30 controle de qualite, avant que les fils 48 et 49 ne 

soient connectes ensemble, ces composants peuvent etre 
controles individuellement, et done d'une maniere 
habituelle, ce qui facilite considerablement le con- 
trole. En outre, du fait qu'un ensemble des unites 
35 centrales 16 et des circuits d'attaque de dispositif 
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de visualisation a cristaux liquides 17 sont supportes 
par un seul substrat imprime 12, la structure resul- 
tante a une resistance mecanique suffisante pour ne 
pas etre r ompue , rneme lorsqu'elle est courbee ou sou- 
mise a un changement de temperature abrupt. 

Bien que les parties d'extremite des fils 4 8 
et 49 soient fixees par la matiere de brasage 44 dans 
ce mode de realisation, elles peuvent etre fixees par 
un adhesif conducteur, une couche conductrice, un fil 
de connexion ou un substrat de connecteur. 

En outre, l f invention n f est pas limitee a ce 
mode de realisation, et l'unite centrale 16 et le 
circuit d'attaque de dispositif de visualisation a 
cristaux liquides 17 peuvent comporter des fils 51 et 
5 2 ay ant la forme de f ourches , connect es l'un a 
l 1 autre comme le montre la figure 8. Cette structure 
facilite et renforce la connexion des parties d'extre- 
mite des fils 51 et 52. 

En outre, comme le montre la figure 9, une 
fente 63 constituant un moyen destine a empecher la 
formation d'une connexion, peut etre formee entre des 
paires adjacentes des parties d'extremite des fils 
conducteurs 61 et 62 de 1 'unite centrale 16 et du cir- 
cuit d'attaque de dispositif de visualisation a cris- 
taux liquides 17* Cette fente arrete 1 ' ecoulement de 
la matiere de brasage 64 qui fixe les fils 61 et 62, 
ce qui empeche qu'une paire de fils ne soit connectee 
electriquement a une autre paire de fils. La fente est 
un trou traversant que I'on forme en decoupant le 
substrat. 

II va de soi que de nombreuses modifications 
peuvent etre apportees au dispositif et au procede 
decrits et representes, sans sortir du cadre de 1 T in- 
vent ion. 
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REVENDI CATIONS 
1. Substrat de montage de composants elec- 

fri rrnpR . nar-anf- curn c o cnr> mi • i' 1 n^m^v.^^^ • ~ t 
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trat (12) destine a supporter des premier et second 
composants electriques (16, 17), avec un intervalle 
intercale entre eux; un premier materiau conducteur 

(48) , forme sur le substrat (12), et s'etendant du 
premier composant electrique (16) vers le second com- 
posant electrique (17); un second materiau conducteur 

(49) , forme sur le substrat (12), s'etendant du second 
composant electrique (17) vers le premier composant 
electrique (16), et ayant une partie d'extremite qui 
est legerement separee du premier materiau conducteur 
(48); des premiers moyens de connexion (47) qui con- 
nectent le premier composant electrique (16) au pre- 
mier materiau conducteur (48), et qui connectent le 
second composant electrique (17) au second materiau 
conducteur (49); et des seconds moyens de connexion 
(44) qui connectent ensemble des parties d'extremite 
des premier et second materiaux conducteurs (48, 49). 

2. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 1, caracterise en ce 
que chacun des premier et second materiaux conducteurs 
(48, 49) comprend un ensemble de fils. 

3. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 2, caracterise en ce 
qu'il comprend en outre des moyens empechant une con- 
nexion (63), qui empechent la connexion mutuelle de 
fils adjacents du premier materiau conducteur sous 
forme de fils (61), et qui empechent egalement la 
connexion mutuelle de fils adjacents du second mate- 
riau conducteur sous forme de fils (62). 

4. Substrat de montage de composants elec- 
trigues, selon la revendication 3, caracterise en ce 
que les moyens empechant une connexion comprennent une 
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fente (63) qui est disposee entre les fils de chaque 
paire de fils adjacents des premier et second mate- 
riaux conducteurs sous forme de fils (61, 62). 

5. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 1, caracterise en ce 
que les parties d'extremite respectives des premier et 
second materiaux conducteurs (48, 49) comprennent des 
configurations en forme de fourctie qui sont destinees 
a s 1 interpenetrer . 

6. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 4, caracterise en ce 
que la fente comprend un trou traversant (63) qui est 
forme dans le substrat ( 12 ) . 

7. Substrat de montage de composants elec- 
triques, caracterise en ce qu'il comprend : un subs- 
trat pour la connexion automatisee de composants pre- 
sentes en bande, ou substrat TAB (12), qui supporte des 
premier et second composants electriques (16, 17), 1 
avec un intervalle intercale entre eux, les premier 

et second composants electriques (16, 17) ayant des 
electrodes (25, 26); un premier circuit (48) constitue 
par un materiau conducteur et imprime sur le substrat 
TAB (12), le premier circuit (48) s'etendant du pre- 
mier composant electronique (16) vers le second compo- 
sant electronique (17); un second circuit (49) consti- 
tue par un materiau conducteur et imprime sur le 
substrat TAB (12), le second circuit (49) s'etendant 
du second composant electrique (17) vers le premier 
composant electrique (16), et ayant une partie 
d'extremite qui est legerement separee du premier cir- 
cuit (48); des premiers moyens de connexion (47) qui 
connectent le premier composant electrique (16) au 
premier circuit (48), et qui connectent le second com- 
posant electrique (17) au second circuit (49); et des 
seconds moyens de connexion (44) qui connectent mu- 
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tuellement les parties d'extremite des premier et 
second circuits imprimes (48, 49). 

5. Substrat ae montage de composants elec- 
triques selon la revendication 7 , caracterise en ce 
que chacun des premier et second circuits (48, 49) 
comprend un ensemble de fils imprimes. 

9. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 8, caracterise en ce 
qu'il comprend en outre des moyens empechant une con- 
nexion (63) qui empechent que des fils adjacents du 
premier circuit (48) ne soient connectes l f un a 1» au- 
tre, et qui empechent egalement que des fils adjacents 
du second circuit (49) ne soient connectes I'un a 
1 1 autre . 

10. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 7, caracterise en ce 
que les premier et second circuits (48, 49) compren- 
nent respectivement des parties d'extremite ayant une 
configuration en fourche et qui sont destinees a s'in- 
terpenetrer . 

11. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 9, caracterise en ce 
que les moyens empechant une connexion electrique com- 
prennent une fente (63) qui est formee entre les fils 
de chaque paire de fils adjacents des premier et 
second circuits imprimes (48 r 49)* 

12. Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 10, caracterise en ce 
que la fente comprend un trou traversant (63) qui est 
forme dans le substrat (12). 
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FIG. 7 
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